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Seit einigen Jahren gibt es unterschiedliche Ansätze zur Integration passiver und aktiver 
Komponenten in Leiterplatten. Getrieben werden diese Aktivitäten hauptsächlich von Mi-
niaturisierungsgedanken und der steigenden Integrationsdichte bei der Leiterplattenbestü-
ckung. Über diesen Aspekt hinaus haben sich diese Technologien bei allen bisher durch-
geführten Zuverlässigkeitsuntersuchungen als außerordentlich robust erwiesen.  
 
Die Erhöhung der 
Integrationsdichte 
erfordert die op-
timale Ausnut-
zung des zur Ver-
fügung stehenden 
Platzes auf allen 
Lagen einer Lei-
terplatte. Umso 
mehr, weil der 
Platz auf den Au-
ßenlagen bei im-
mer kleiner wer-
denden Endgerä-
ten schrumpft und 
so weniger Flä-
che für die konventionelle Bestückung übrig bleibt. Das Ausweichen auf die innen liegen-
den Lagen des Multilayers bleibt der einzige Ausweg. Daraus ergibt sich für die neue Lei-
terplattengeneration ein Paradigmenwechsel bzgl. Entwurf, Fertigung, Logistik und Wert-
schöpfung. 
 
Der etwa 45-minütige Vortrag gibt zu Beginn einen Überblick über die historische Entwick-
lung bei Leiterplatten. Im anschließenden Hauptteil werden neue Technologien, wie 
CHIP+ und auch neue Aufbauprinzipien, wie FALTFLEX® vorgestellt, die auch die Mög-
lichkeit des Einsatzes der embedded Component Technology (eCT) und flexibler Substra-
te in Multifunktionalen Leiterplatten eröffnen. Ein Vorstellung der damit verbundenen Pa-
radigmenwechsel sowie ein Ausblick auf zukünftige Entwicklungen schließen den Vortrag. 
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